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TEK COURO

Descri¢dao do Produto

O TEK COURO ¢é um adesivo a base de cianoacrilato de média viscosidade
desenvolvido para colagens que necessitam de alta velocidade de cura. E
muito utilizado no setor calgadista, pois adere diversos tipos de materiais,
como compostos de borracha, EPDM, borracha nitrilica, neoprene, EVA, Viton
e principalmente em couros naturais e sintéticos.

Propriedades Fisicas - Liquido

Base quimica: Etilcianoacrilato

Aparéncia (visual): Liquido incolor a levemente amarelado
Viscosidade a 25 °C: 80 a 120 cps

Densidade a 25 °C: 1,04 a 1,06 g/mL

Ponto de Fulgor (TCC): >80°C

Tempo de Armazenamento a 6°C: 12 meses

Soluvel em: Mek, Acetona, Nitrometano.

Propriedades Fisicas - Curado

Aparéncia (visual): Sélido Incolor
Temperatura de operagao: -55a80°C
Preenchimento de folga: 0,1 mm

Resisténcia ao Cisalhamento: > 100 (ago x ago) kgflcm?
Cura Total: 24 horas
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Tempo de cura em outros substratos

Substrato Tempo (segundos) Substrato Tempo (segundos)
ABS x Ago <15 PVC <20
Aco x Ago <30 Couro <20
NBR x Ago <15 Madeira x Madeira <30
ABS x ABS <15 NBR x NBR <20
ABS x NBR <20 ABS x Madeira <30

Nota: A velocidade de cura é influenciada por varios fatores: o tipo de substrato utilizado, as condigbes da superficie, condi¢des
atmosféricas, limpeza, folgas entre as partes, efc.

Quando o tempo de cura for muito longo devido a grandes folgas entre as partes ou a baixa umidade relativa do ar, & necessaria
a utilizagdo do Acelerador QFS Tekbond antes da aplicagéo do produto. Recomendamos a prévia realizagéo de testes para
confirmagao do resultado obtido.

Instrucoes de uso e manuseio

Para obter um resultado satisfatorio, as superficies devem estar limpas, isentas de dleo e sujeira.
Deve-se aplicar uma camada fina de adesivo em apenas 1(um) dos substratos a serem colados, pois 0 excesso prejudica o
bom desempenho da colagem.

Apos aplicagédo do adesivo, devem-se manter as pecas pressionadas por aproximadamente 20 segundos, onde a cura inicial
estara concluida e a pega podera ser manuseada com seguranga. A cura total ocorrera em 24 horas.

Este adesivo é indicado para folgas de até 0,1mm.
Se necessaria limpeza do excesso de adesivo, deve ser feita com acetona ou MEK (metil etil cetona).
N&o adere a plasticos a base de poliolefinas (PP), silicone e Teflon* (*marca registrada Dupont). Para essa ades&o utilize o

Primer poliolefinico TEK BOND.

Para manuseio do produto, recomenda-se a utilizagdo de EPI's. Para maiores informagdes de seguranga, consultar a FISPQ
do produto.
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Instrugdes de armazenamento

Quando a armazenagem dos produtos for a curto prazo recomenda-se manté-los em local seco e sob refrigeragao entre 2°C e
21°C para embalagens lacradas. Apos aberta a embalagem recomenda-se deixar sob-refrigeragao para prolongar sua vida Util.
A condicéo ideal de armazenamento é obtida entre 3°C a 6°C e mantidos em ambientes secos. Produto nao inflamavel.

Informagoes gerais

Evitar o contato entre o produto e a 4gua, pois ocorrera reacdo exotérmica (com liberagdo de calor) e em grandes quantidades
formara gases toxicos e irritantes, podendo causar queimaduras em contato com a pele e olhos. Ndo inale o adesivo
cianoacrilato, pois é uma substancia irritante.

Em caso de derramamento ou vazamento, jogar agua a uma distancia segura, aguardar 30 minutos e ap6s este tempo raspar
o local com objeto pontiagudo ou espéatula metélica. Nao limpar com tecido ou papel absorvente.

N&o se recomenda a utilizacdo do adesivo instantdneo em ambientes muito Umidos, pois adesdo podera ser comprometida.

Embalagens disponiveis

A Tekbond disponibiliza embalagens de 20g, 50g, 100g, 500g, 1Kg e 25Kg.

IMPORTANTE: As informagdes contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitaveis. Nem a Tekbond e nem as
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informagdes ou pela utilizagéo, aplicagédo ou processamento do
produto aqui descrito. Os usuarios deverdo permanecer atentos aos possiveis riscos decorrentes da utilizagao imprépria do
produto. Material fornecido pelo exportador do produto.
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